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G.L.I. Global Light 09.07.04 
Industries GmbH 



Leuchteinheit mit integrierter Platine 
Beschreibung : 

Die Erfindung betrifft eine Leuchteinheit , die eine elektri- 
sche Leiterbahnen aufweisende, mit mindestens einem lichtemit- 
tierenden Chip bestiickte Platine und mindestens einen, einen 
lichtemittierenden Chip oder eine Gruppe von lichtemittieren- 
den Chips kontaktierend umgebenden Lichtverteilkorper umfasst 
sowie ein Verfahren ihrer Herstellung. 

Elemente der Erfindung sind aus der JP 61 001 067 A bekannt . 
Die Platine ist mit einem Lichtverteilkorper aus einem Harz 
umgeben, der die Platine durch schmale Durchbruche hindurch 
umgreift. Bei der Herstellung unterliegt das Harz einer star- 
ker Schrumpfung. Seine Zugf estigkeit ist gering. Sowohl bei 
der Herstellung als auch beim Betrieb, beispielsweise mit ei- 
nem lichtemittierenden Chip hoher Lei stung, konnen so mechani- 
sche Beanspruchungen auftreten. Beispielsweise bricht der 
Lichtverteilkorper auseinander. Die Leuchteinheit versagt. 



Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Problemstellung 
zugrunde, eine Leuchteinheit mit integrierter Platine zu ent- 
wickeln, die auf Dauer mit einem lichtemittierenden Chip hoher 
Leistung betrieben werden kann sowie ein Verfahren zu ihrer 
Herstellung. 
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Diese Problemstellung wird mit den Merkmalen des Hauptanspru- 
ches gelost. Dazu besteht der Lichtverteilkorper aus einem 
Thermoplast . Er ragt durch mindestens einen Durchbruch der 
Platine mit zumindest einem Durchgrif f ssteg hindurch und liegt 
sowohl an der Bestiickungsseite als auch an der der Bestii- 
ckungsseite abgewandten anderen Seite der Platine an. Die mi- 
ni male Querschnittsf lache eines einzelnen Durchgrif fsstegs be- 
tragt mindestens 10% der Anlageflache des Lichtverteilkorpers 
an der Bestiickungsseite und am lichtemittierenden Chip. Die 
minimale Abmessung der Querschnittsf lache ist mindestens ein 
Fiinftel der maximalen Abmessung der Querschnittsf lache und die 
Anlageflache des Lichtverteilkorpers an der anderen Seite der 
Platine betragt mindestens 75% der Querschnittsf lache . 



Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den Unter- 
anspruchen und der nachf olgenden Beschreibung schematisch dar- 
gestellter Ausf uhrungsf ormen . 



Figur 1: Langsschnitt einer Leuchteinheit; 

Figur 2: Teilquerschnitt einer Leuchteinheit nach Figur 1; 

Figur 3: Teildrauf sicht einer Leuchteinheit nach Figur 1; 

Figur 4: Langsschnitt einer Leuchteinheit mit einer 

gitterf ormigen Platine ; 

Figur 5: Teilquerschnitt einer Leuchteinheit nach Figur 4; 

Figur 6: Teildrauf sicht einer Leuchteinheit nach Figur 4. 



Die Figuren 1 bis 3 zeigen eine Leuchteinheit (10) mit einer 
integrierten Platine (20). Auf der Platine (20) sitzen bei- 
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spielsweise zwei lichtemittierende Chips (40) . Jeder dieser 
lichtemittierenden Chips (40) ist z.B. von einem an der Pla- 
tine (2 0) befestigten Lichtverteilkorper (50) umgeben . Ein 
Lichtverteilkorper (50) kann auch mehrere lichtemittierende 
Chips (40), z.B. eine Gruppe lichtemi ttierender Chips (40), 
umgeben . 

Das hier als Platine (2 0) bezeichnete Bauteil kann z.B. eine 
biegesteife oder biegeweiche Folie, eine Platte aus faserver- 
starktem Kunststoff oder aus einem aus elektrisch nichtleiten- 
den Werkstoffen aufgebauten Verbundwerkstof f , eine Metallpla- 
tine mit isolierter Oberflache, ein Keramikplatine, etc. sein. 
Auf ihrer Bestuckungsseite (21) , auf der der lichtemittierende 
Chip (40) angeordnet ist und/oder auf ihrer unbestiickten 
Seite (22) sind hier nicht dargestellte elektrische Leiterbah- 
nen aufgebracht oder auf laminiert . 

Die Platine (2 0) weist beispielsweise vier Durchbriiche (23) 
auf. Diese Durchbriiche (23) sind z.B. parabelf ormig gekriimmte 
Langlocher (25, 26), deren Breite etwa ein Viertel ihrer Lange 
betragt. Die Breite der Langlocher (25, 26) ist beispielsweise 
grower als die Lange der Diagonalen eines der hier als quadra- 
tisch dargestellten lichtemittierenden Chips (40) . Je zwei 
dieser Langlocher (25, 26) sind symmetrisch zueinander ange- 
ordnet, wobei die jeweilige Symmetrieebene den Mittel- 
punkt (41)* der Oberflache (42) eines lichtemittierenden 
Chips (40) enthalt. Die Platine (2 0) kann beispielsweise auch 
drei Durchbriiche (23) aufweisen, von denen z.B. zwei symmet- 
risch zum lichtemittierenden Chip (40) und das dritte an be- 
liebiger anderer Stelle in der Nahe des Chips (40) liegt. Dir 
Durchbriiche (23) konnen auch einen rechteckigen, kreisformi- 
gen, etc. Querschnitt haben. 
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Der einzelne lichtemittierende Chip (40) 1st beispielsweise 
ein Halbleiterchip anorganischer oder organischer Art und kann 
eine hohe Lichtstarke entwickeln. Er ist mit den elektrischen 
Leiterbahnen der Platine (20) elektrisch leitend verbunden. 
AuSerdem besteht eine thermisch leitende Verbindung zwischen 
dem lichtemittierenden Chip (40) und der Platine (20) . Er kann 
in der Draufsicht auch rechteckig, rund, sechseckig, etc. 
sein. 

Der einzelne Lichtverteilkorper (50) ist ein beispielsweise 
vollstandig transparenter Korper, der aus einem z.B. homogenen 
Thermoplast , beispielsweise aus PMMA, Polycarbonat , Polysul- 
fon, etc. besteht. Er umfasst z.B. einen an der Bestuckungs- 
seite (21) der Platine (2 0) anliegenden Lichtverteilab- 
schnitt (61) und einen auf der z.B. unbestuckten Unter- 
seite (22) anliegenden Bef estigungsabschnitt (63) . Die Kontu- 
ren der Anlagenf lachen des Lichtverteilkorpers (50) auf den 
beiden Seiten (21, 22) der Platine sind kongruent zueinander 
und liegen einander gegeniiber . 

Der Lichtverteilabschnitt (61) umfasst einen Zylinder (64), 
einen Lichtumlenkkorper (65) und eine optische Linse (66) . 
Seine Hohe normal zur Platine (2 0) betragt mindestens die Pla- 
tinenstarke. Im Aus fiihrungsbei spiel ist die Hohe etwa das 
Fiinffache der Platinenstarke. 

Der Zylinder (64) steht beispielsweise senkrecht auf der Pla- 
tine (20) . Seine Leitkurve, die in einer Ebene parallel zur 
Platine (2 0) liegt, ist zusammengesetzt aus einem Parabelab- 
schnitt und einer Geraden. Die Lange des Zylinders (64) ent- 
spricht der Hohe des 1 ich t emit tier enden Chips (40) . Der licht- 
emittierende Chip (40) liegt mit seinem Mittelpunkt (41) auf 
der Normalen im Brennpunkt des Parabelabschnitts . 
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Der Lichtumlenkkorper (65) hat beispielsweise die Gestalt ei- 
nes Halbparaboloids, z.B. eines Rotationsparaboloids oder ei- 
nes elliptischen Paraboloids. Er steht auf dem Zylinder (64), 
wobei die jeweiligen Oberflachen ineinander iibergehen. Der 
Mittelpunkt (41) der Oberflache (42) des licht emit tier enden 
Chips (40) liegt z.B. im Brennpunkt des Halbparaboloids. Der 
Lichtumlenkkorper (65) weist eine annahrend senkrecht zur Pla- 
tine (20) • stehende optische Linse (66) auf. Diese optische 
Linse (66) kann beispielsweise eine Sammellinse, eine Streu- 
linse, etc. sein. 

Der Lichtverteilabschnitt (61) kann ohne Lichtumlenkkor- 
per (65) ausgefiihrt sein. Er kann beispielsweise eine einfache 
optische Linse umfassen. 

Der Bef estigungsabschnitt (63) umfasst z.B. einen plattenarti- 
gen Umgriff (56) . Dieser weist beispielsweise eine konstante 
Materialstarke auf, die z.B. der Starke der Platine (20) ent- 
spricht. Gegebenenfalls konnen am Bef estigungsabschnitt (63) 
auch Leisten angeordnet sein, die z.B. normal zur Unter- 
seite (22) der Platine hervorragen. 

Der Lichtverteilabschnitt (61) und der Bef estigungsab- 
schnitt (63) sind beispielsweise mittels zweier Durch- 
griff sstege (52, 54) miteinander verbunden, die jeweils durch 
ein Langloch (2 5, 2 6) der Platine (2 0) hindurchragen . Die 
Durchgriff sstege (52, 54) sind beispielsweise symmetrisch zu- 
einander angeordnet, wobei die Symmetrieebene den Mittel- 
punkt (41) des lichtemittierenden Chips (40) en thai t. 

Weist die Platine (20) mehrere Durchbriiche (23) in der Nahe 
des lichtemittierenden Chips (40) auf, konnen der Lichtver- 
teilabschnitt (61) und der Bef estigungsabschnitt (63) auch 
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iiber mehrere Durchgrif f sstege (52, 54) ruiteinander verbunden 
sein. 

Diese Durchgrif f sstege (52, 54) haben beispielsweise entlang 
ihrer Hohe normal zur Platine (20) - diese entspricht der 
Starke der Platine (20) - eine konstante Querschnittsf la- 
che (53, 55), die der Querschnittsf lache der Langlocher (25, 
26) entspricht. Die Querschnittsf lache (53, 55) eines Durch- 
grif fsstegs (52, 54) betragt in der Darstellung der Figu- 
ren 1-3 etwa 28% der Anlagef lache, mit der der Lichtverteil 
korper (50) an der Bestuckungsseite (21) der Platine (2 0) und 
an der Oberf lache (42) des lichtemi ttierenden Chips (40) an- 
liegt. Beispielsweise weisen die Durchgrif f sstege (52, 54) an 
den Ubergangen zum Lichtverteilabschnitt (61) und zum Befesti 
gungsabschnitt (63) Entlastungskehlen auf . 

Die Querschnittsf lache (53, 55) kann beispielsweise zwischen 
10% und 60% der obengenannten Anlagef lache variieren. 

Die zur Umgebung (1) gerichteten auSeren Oberf lachen (67, 68, 
69) des Lichtverteilabschnitt (61), des Bef estigungsab- 
schnitts (63) und der Durchgrif f sstege (52, 54) gehen ineinan 
der uber . 

Der Umgriff (56) verbindet hier beide Durchgrif f sstege (52, 
54) miteinander . Die Anlagef lache des Umgriff s (56) an der un- 
bestiickten Seite (22) entspricht im hier dargestellten Ausfiih- 
rungsbeispiel etwa der dreifachen Querschnittsf lache (53, 55) 
eines Durchgrif fsstegs (52, 54) . 

Zur Herstellung der Leuchteinheit (10) wird beispielsweise zu- 
nachst die z.B. gestanzte Platine (20) mit den lichtemittie- 
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renden Chips (40) bestiickt und die beiden Teile (20, 40) 
elektrisch und thermisch lei tend miteinander verbunden. 

Die bestiickte Platine (2 0) wird nun z.B. in eine hier nicht 
dargestellte SpritzgieSf orm eingesetzt. Die Einspritzof f nungen 
der SpritzgieEf orm befinden sich beispielsweise auf der unbe- 
stuckten Seite (22) der Platine (2 0) und sind z.B. normal zur 
Unterseite (22) ausgerichtet . Das Zentrum des SpritzgieJS- 
strahls liegt dann beispielsweise im Bereich unterhalb des 
Chips. z.B. unterhalb des geometrischen Zentrums der Durchbrii- 
che (23) innerhalb der SpritzgieEf orm. 

Beim SpritzgieEen stromt der Spri tzgieEwerkstof f senkrecht auf 
die Unterseite (22) der Platine (20) . Der SpritzgieEstrahl 
stromt dann z.B. das geometrische Zentrum der Durchbrii- 
che (23), beispielsweise den Schwerpunkt der Durchbruche (23), 
an. Er trifft dort auf die Platine (2 0) , die fur den anstro- 
menden SpritzgieEwerkstof f strom einen Stromteiler bildet. Der 
SpritzgieEwerkstof f verteilt sich z.B. gleichmaEig auf beide 
Durchbruche (23) und baut den Lichtverteilkorper (50) auf bei- 
den Seiten der Platine (2 0) auf. 

Beim Einspritzen des Thermoplasts wird die in der SpritzgieE- 
form befindliche Luft verdrangt und/oder abgesaugt . Die 
SpritzgieEf orm wird in der Gestalt des Lichtverteilkor- 
per s (50) auf der Platine (2 0) abgebildet. 

Gegebenfalls kann der SpritzgieSwerkstof f mittels stromungs- 
leitender Erhohungen oder Vertiefungen an der SpritzgieSf orm 
und/oder der Platine (2 0) gefiihrt werden. 

Durch das Hintergreif en wird der Lichtverteilkorper (50) fest 
mit der Platine (2 0) verbunden und ist von dieser nur unter 
Zerstorung losbar . 
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Die so hergestellte Leuchteinheit (10) kann nun aus der 
SpritzgieSf orm entnommen werden. Gegebenenf alls kann die Her- 
stellung auch in zwei oder mehr raumlich und/oder zeitlich ge- 
5 trennten Fertigungsstufen erfolgen. 

Beim Trocknen und Erkalten des Lichtverteilkorpers (50) werden 
auf die Durchgrif f sstege (52, 54) Zugkrafte ausgeiibt. Diese 
Krafte sind beispielsweise normal zur Bestuckungsseite (21) 

10 der Platine (20) gerichtet. Die Durchgrif f sstege (52, 54) wer- 
den gedehnt. Diese Dehnung ist aber u.a. wegen der groJSen 
Querschnittsflache (53, 55) erheblich geringer als die Bruch- 
m m dehnung, die beispielsweise bei PMMA bei 5,5% liegt. Die groEe 
Anlageflache des Umgriffs (56) verhindert zudem die Bildung 

15 von Kerbrissen. Bei der weiteren Abkuhlung werden die im Werk- 
stoff entstehenden Zugspannungen z.B. nicht abgebaut und fuh- 
ren beispielsweise zu Eigenspannungen im Werkstoff . Die Ver- 
gleichsspannung dieser Eigenspannungen ist erheblich geringer 
als die Elastizitatsgrenze des Werkstoff s, bis zu der der 

20 Werkstoff ohne bleibende plastische Verformung gedehnt wird. 



Beim Betrieb der Leuchteinheit (10) kann beispielsweise jeder 
lichtemittierende Chip (40) elektrisch einzeln angesteuert 
werden. Es konnen aber auch alle lichtemittierenden Chips (40) 
gemeinsam betrieben werden. Auch eine Ansteuerung der licht- 
emittierenden Chips (40) in Gruppen ist denkbar . 

Das vom lichtemittierenden Chip (40) abgestrahlte Licht wird 
z.B. durch Totalref lexion im Lichtverteilkorper (50) in Rich- 
tung der optischen Linse (66) gelenkt und durch diese hindurch 
in die Umgebung (1) abgestrahlt. 
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Beim Betrieb des oder der 1 i cht emit tier enden Chips (40) ent- 
steht eine grofie Warmemenge . Ein Teil dieser Warme wird z.B. 
iiber die thermisch leitende Verbindung zur Platine (20) abge- 
leitet. Ein anderer Teil fuhrt zu einer Erwarmung des Licht- 
verteilkorpers (50) . Der Lichtverteilkorper (50) und die Pla- 
tine (2 0) dehnen sich - je nach ihren Warmeau s dehnung skoeffi- 
zienten und Temperaturdi f f erenzen - aus . 

In der Leuchteinheit (10) ist die Platine (2 0) fest in den 
Lichtverteilkorper (50) eingespannt . Dehnt sich die Pla- 
tine (2 0) beim Erwarmen aus, verhindert der Lichtverteilkor- 
per (50) eine Verformung der Platine (20) . 

Bei der Erwarmung der Platine (2 0) und/oder des Lichtverteil- 
korpers (50) konnen zusatzliche Belastungen - beispielsweise 
als Wechselbelastungen - auf die Durchgrif f sstege (52, 54) 
wirken. Dies sind dann beispielsweise zusatzliche Zugspannun- 
gen, die zumindest annahernd in die gleiche Richtung wirken 
wie die durch den Herstellungsprozess auf gebrachten Eigenspan- 
nungen. Die Vergleichsspannung der Uberlagerung dieser Span- 
nungen ist aufgrund des groSen Querschnitts des einzelnen 
Durchgrif fsstegs (52, 54) niedriger als die Elastizitatsgrenze 
des Werkstoffs. Gleichzeitig verhindert das Widerstandsmoment 
der jeweiligen Querschnittsf lache (53, 55), das durch das Ver- 
haltnis der Abmessungen der Querschnittsf lache (53, 55) be- 
st immt wird, einen Bruch oder eine bleibende Verformung der 
Durchgrif f sstege (52, 54) aufgrund von Biegung oder Scherung. 
So tritt selbst bei einem schragen Kraftangriff auf die Durch- 
grif f sstege (52, 54), z.B. verursacht durch die Erwarmung beim 
Betrieb der Leuchteinheit (10) , keine bleibende Verformung 
auf. Ebenso wird ein Ablosen des Lichtverteilkorpers (50) 
und/oder des lichtemittierenden Chips (40) von der Pla- 
tine (20) durch das Hintergreif en des Lichtverteilkorpers (50) 
um die Platine (20) verhindert. Der Chip (40), der Lichtver- 
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teilkorper (50) und die Platine (20) werden mechanisch zuein- 
ander fixiert, so dass die Ausrichtung des lichtemittierenden 
Chips (40) zum Lichtverteilkorper (50) und somit die optischen 
Eigenschaf ten der Leuchteinheit auf Dauer erhalten bleiben. 

Der Lichtverteilkorper (50) kann auf der Bestuckungsseite (21) 
eine andere Gestalt aufweisen. So kann beispielsweise die op- 
tische Linse (66) parallel zur Bestuckungsseite (21) der Pla- 
tine (20) liegen oder in einer zur Platine (2 0) geneigten 
Ebene liegen. Der Lichtverteilkorper (50) kann auch auf beiden 
Seiten (21, 22) der Platine (20) einen ahnliche oder die glei- 
che Gestalt haben . 

Zwischen dem Lichtverteilabschnitt (61) und dem Bef estigungs- 
abschnitt (63) konnen ein oder mehrere Durchgrif f sstege (52, 
54) angeordnet sein. Jeder dieser Durchgrif f sstege (52, 54) 
kann beispielsweise eine runden, rechteckigen, dreieckigen, 
trapezformigen, etc. Querschnittsf lache (53, 55) aufweisen. 
Die einzelne Querschnittsf lache (53, 55) betragt dann mindes- 
tens 10% der Summe der Anlageflache des Lichtverteilkor- 
pers (50) an der Bestuckungsseite (21) und der Anlageflache 
des Lichtverteilkorpers (50) am lichtemittierenden Chip (40) . 

Der Bef estigungsabschnitt (63) kann beispielsweise mehrere 
einzelne Umgriffe (56) aufweisen. Die Anlageflache jedes die- 
ser Umgriffe (56) betragt dann beispielsweise 75% der Quer- 
schnittsf lache (53, 55) des jeweiligen Durchgrif fsstegs (52, 
54) . 



In den Figuren 4-6 ist eine Leuchteinheit mit einer gitter- 
formigen Platine (20) • dargestellt . Der Lichtverteilkorper (50) 



E4281 



entspricht in seinen aufieren Abmessungen dem in den Figu- 
ren 1-3 dargestellten Lichtverteilkorper (50) . 

Die hier beispielsweise rechteckige Platine (2 0) umfasst einen 
Rahmen (24) , dessen Langsseiten durch Platinenstege (31) mit- 
einander verbunden sind. Auf den Platinenstegen (31) sitzt je- 
weils ein lichtemittierender Chip (40) . Der Rahmen (24) und 
die Platinenstege (31) begrenzen die Durchbruche (23) . 

Der Querschnitt der Platinenstege (31), vgl . Figur 5, ist bei- 
spielsweise oval, wobei die maximal e Breite des einzelnen Pla- 
tinenstegs (31) in der zur Bestuckungsseite (21) parallelen 
Mittenlangsebene der Platine (20) liegt. Der einzelne Plati- 
nensteg (31) hat in diesem Ausf uhrungsbei spiel etwa die an- 
derthalbfache Breite des lichtemittierenden Chips (40) . Der 
Querschnitt des Platinenstegs (31) kann auch rechteckig, drei- 
eckig, etc. sein. 

Die Durchbruche (23) umfassen beispielsweise drei annahernd 
rechteckige Stanzlocher (2 8, 29) mit abgerundeten Ecken. Die 
Querschnittsf lache der kleinen Stanzlocher (28) betragt etwa 
das doppelte der Flache des Platinenstegs (31) auf der Bestii- 
ckungsseite (21) . Die Querschnittsf lache des groiSen Stanzlo- 
ches (29) betragt etwa das Vierfache dieser Flache. 

Der einzelne Durchgrif f ssteg (52, 54) liegt an der gewolbten 
Flanke (32) des Platinensteg (31) an. Seine Querschnittsf lache 
ist iiber die Lange des Durchgrif fsstegs (52, 54) nicht kon- 
stant. Sie weist beim Ubergang zum Lichtverteilabschnitt (61) 
und zum Bef estigungsabschnitt (63) ein Maximum und in der 
Mitte ein Minimum auf. Die minimale Querschnittsf lache (53, 
55) des Durchgrif fsstegs (52, 54) in einer Ebene parallel zur 
Bestuckungsseite (21) betragt hier etwa 120% der Anlageflache 
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des Lichtverteilkorpers (50) am der Bestuckungsseite (21) des 
Platinenstegs (31) und am lichtemittierenden Chip (40) . 

Die beiden Durchgrif f sstege (52, 54) sind symmetrisch zueinan- 
5 der angeordnet . Die Symmetrieebene schneidet den lichtemittie- 
renden Chip (40) . Die zumindest annahernd dreieckigen Quer- 
schnittsf lachen (53, 55) der beiden Durchgrif f sstege (52, 54) 
sind gleich groS. Ihre kurzeste Abmessung betragt in diesem 
Ausfiihrungsbei spiel etwa 68% der maximalen Abmessung. 

10 

Die Anlageflache des Lichtverteilkorpers (50) an der unbe- 




stiickten Seite (22) der Platine (20) betragt in diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel etwa 80% der Querschnittsf lache (53, 55) des 
einzelnen Durchgrif fsstegs (52, 54) . Diese Anlageflache liegt 



15 der Anlageflache des Lichtverteilkorpers (50) auf der Bestu- 
ckungsseite (21) gegenuber. Diese auSeren Konturen der beiden 
Anlagef lachen sind zumindest annahernd gleich groE. 

Die Anlageflache des Lichtverteilkorpers (50) an der unbe- 
20 stiickten Seite (22) der Platine (20) kann beispielsweise bis 
zu etwa 120% der Querschnittsf lache (53, 55) des einzelnen 
Durchgrif fsstegs (52, 54) betragen. 

Die Herstellung und der Betrieb dieser Leuchteinheit (10) er- 
folgt, wie im Zusammenhang mit den Figuren 1-3 beschrieben. 
Auch bei dieser Leuchteinheit (10) sind die Lichtverteilkor- 
per (50) mit der Platine (20) mechanisch fest miteinander ver- 
bunden. Ein Ablosen des Lichtverteilkorpers (50) und/oder des 
lichtemittierenden Chips (40) von der Platine (20) wird kon- 
30 struktiv durch die Durchgrif f sstege (52, 54) verhindert . 
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29 



Platine 

Bestuckungsseite, Oberseite 

Unterseite von (20), andere Seite, ggf , 

Durchbruche 

Rahmen 

Iiangloch 

Langloch 

Stanzloch 
Stanzloch 



unbestuckt 



20 



30 



31 
32 

40 
41 
42 

50 

52 
53 
54 
55 
56 



Platinenstege 
Flanken von (31) 

1 i ch t emi 1 1 i er ende Chips 
Mittelpunkt von (42) 
Oberflache von (40) 

Lichtverteilkorper 

Durch.gr i f f s s t eg 
Querschnittsf lache 
Durchgrif f ssteg 
Querschnittsf lache 
Umgrif f 



61 



Lichtverteilabschnitt von (50) 
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63 Bef estigungsabschnitt 

64 Zylinder 

6 5 Li ch tuml enkkorper 

66 optische Linse 

67 Oberflache von (61) 

68 Oberflache von (52, 54) 

69 Oberflache von (56) 
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G.L.I. Global Light 09.07.04 
Industries GmbH 



Patentanspriiche : 

1. Leuchteinheit , die eine elektrische Leiterbahnen aufwei- 
sende, mit mindestens einem lichtemittierenden Chip bestuckte 
Platine und mindestens einen, einen lichtemittierenden Chip 
oder eine Gruppe von lichtemittierenden Chips kontaktierend 
umgebenden Lichtverteilkorper umfasst, 

- wobei der Lichtverteilkorper (50) aus einem Thermoplast 
besteht , 

- wobei der Lichtverteilkorper (50) durch mindestens einen 
Durchbruch (23) der Platine (2 0) mit zumindest einem 
Durchgrif f ssteg (52, 54) hindurchragt und sowohl an der 
Bestiickungsseite (21) als auch an der der jeweiligen Be- 
stiickungsseite (21) abgewandten anderen Seite (22) der 
Platine (20) anliegt, 

- wobei die minimale Querschnittsf lache (53, 55) eines ein- 
zelnen Durchgrif fsstegs (52, 54) mindestens 10% der Anla- 
gef lache des Lichtverteilkorpers (50) an der Bestiickungs- 
seite (21) und am lichtemittierenden Chip (40) betragt, 

- wobei die minimale Abmessung der Querschnittsf lache (53, 
55) mindestens ein Funftel der maximalen Abmessung der 
Querschnittsf lache (53, 55) ist, und 

- wobei die Anlagef lache des Lichtverteilkorpers (50) an 
der anderen Seite (22) der Platine (20) mindestens 75% 
der Querschnittsf lache (53, 55) betragt. 

2. Leuchteinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass 
die Starke des Lichtverteilkorpers (50) auf der Seite (22) der 
Platine mindestens der Starke der Platine (20) entspricht. 
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3. Leuchteinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass 
der Lichtverteilkorper (50) mindestens zwei Durch- 
griffsstege (52, 54) umfasst, die jeweils durch einen separa- 
tes. Durchbruch (23) hindurchragen . 



4. Leuchteinheit nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
10 die Durchgrif f sstege (52 , 54) symmetrisch zueinander angeord- 
net sind, wobei die Symmetrieebene den lichtemittierenden 
Chips (40) schneidet. 



15 5. Leuchteinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
auf der Bestiickungsseite (21) die Hohe des Lichtverteilkorpers 
normal zur Platine (2 0) mindestens dem Zweifachen der Starke 
der Platine (2 0) entspricht. 



20 



» 



6. Leuchteinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Konturen der Anlagenf lachen auf der Bestiickungsseite (21) 
und der Seite (22) zueinander zumindest annahernd kongruent 
sind. 



7. Leuchteinheit nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
die beiden Anlagef lachen an der Platine (2 0) raumlich einander 
gegeniiberliegen . 



30 



8. Leuchteinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Querschnittsf lache (53, 55) liber die Lange des Durch- 
grif fsstegs (52, 54) ein Minimum aufweist. 
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9. Verfahren zur Herstellung einer spritzgiefttechnisch herge- 
stellten Leuchteinheit , mit raindestens einem Lichtverteilkor- 
per (50) , der zumindest bereichsweise eine mit einem Chip (40) 
oder einer Chipgruppe bestiickte Platine (20) auf der Bestu- 
ckungsseite (21) und der Platinenunterseite (22) umfasst und 
die Platine (2 0) in der Nahe des Chips (40) oder der Chip- 
gruppe mindestens zwei Durchbruche (23) aufweist, wobei der 
mit den Durchbruchen (23) versehene Bereich der Platine (2 0) 
vom Lichtverteilkorper (50) durchdrungen ist, 

- wobei der SpritzgieSwerkstof f die Platine (20) auf der 
Unterseite (22) normal zu dieser anstromt, und 

- wobei das Zentrum des Spritzgiefistrahls im Bereich unter- 
halb des Chips (40) liegt und sich der Werkstof f strom an 
der Platine (2 0) teilt. 



10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , dass 
der SpritzgieSwerkstoff mittels stromungs lei tender Erhohungen 
oder Vertiefungen gefuhrt wird. 



11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
der SpritzgieSstrahl zumindest annahernd das geometrische 
Zentrum der Durchbruche (23) innerhalb der Spritzgiefif orm an- 
stromt . 
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G.L.I. Global Light nR n7 

Industries GmbH 08.07.04 



Leuchteinheit mit integrierter Platine 



Zusammenf assung : 

Die Erfindung betrifft eine Leuchteinheit, die eine elektri- 
sche Leiterbahnen aufweisende, mit mindestens einem lichtemit- 
tierenden Chip bestxickte Platine und mindestens einen, einen 
lichtemittierenden Chip oder eine Gruppe von lichtemittieren- 
den Chips kontaktierend umgebenden Lichtverteilkorper umfasst 
sowxe ein Verfahren zu ihrer Herstellung. Dazu besteht der 
Lichtverteilkorper aus einem Thermoplast. Er ragt durch min- 
destens einen Durchbruch der Platine hindurch und liegt sowohl 
an der Bestuckungsseite als auch an der der Bestuckungsseite 
abgewandten anderen Seite der Platine an. Die minimale Quer- 
schnittsflache eines einzelnen Durchgrif f sstegs betragt min- 
destens 10% der Anlageflache des Lichtverteilkorpers an der 
Bestuckungsseite und am lichtemittierenden Chip. 

Mit der vorliegenden Erfindung wird eine Leuchteinheit entwi- 
ckelt, die auf Dauer mit einem lichtemittierenden Chip hoher 
Leistung betrieben werden kann sowie ein Verfahren zu ihrer 
Herstellung. 
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Fig. 2 



Fig. 3 




Fig. 5 



Fig. 6 



